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AnschluBrahmans (24) entspricht, und ansehUaBend dar 
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Beschreibuiig — Anordnen einer Anzahl von Halbldterchips, die 

der AnzaU der Anschludfingergnzppen des An- 
Die Erfindung betx4fft ein Verfahren zum Verbinden schluBrabmens entspricht, auf einem MontagetrH- 

von Halblelterchips mit einem AnschluBrahmen (lead ger, so daB ifare Positionen den gewunschten Posi- 

frame) in LOC (lead on chip)^Technik und einen Monta- $ donen und Ausriditungen der Anschlufifinger und 
getrager fur ein solchea Verfahren. Bel dieser Montage- deren Gruppen des AnschluBrahraens entsprechen 

technik erstrecken sich die AnschluBfinger des An* unddieOberseitenderQupsauf demMontagetrfl* 

schlufirahmens flber die Chlpoberflache und sind bis in ger nach oben zu liegen kommen, 

die unmittelbare Nahe der KontaktsteUen (AnschluB- — Auftragen von Klebemittel auf die Oberseiten 

pads) des Chips herangefClhrt Dadurch kbnnen die lo der Chips und/oder den AnschluBrahmen, 
Bonddrahte, die die AnschluBfmger des AnschluBrah- — Auf setzen des AnschluBrahmens auf den Monta- 

mens und die AnschlQsse des Chips elektrisch nuteinan- getrSger, so daB die AnschluBfinger auf den Ober- 

der verbinden, sehr viel kflrzer gehalten werden ais im seiten der Chips zu Uegen kommen, und 

Falle herkdmmlicher Chips, wo die AnschluBfinger in — Aush&rten der Kl^everbindung zwischen dem 

der Nahe der AuBenkanten des Chips enden und die 15 AnschluBrahmen und den Chips. 
Bonddrfthte Qber die Chipoberfl&che bis zu den An- 

schlussen gefuhrt werden mOssen. Femer erhoht sich Demnach betrifft die Erfindung ein Verfahren zum 
die Stabilit&t d^ Bauelements; da die AnschluBbein- Verbinden von Halbleiterchips mit einem AnschluBrah- 
chen, die von den AnschluBfmgem des Lead-Frame ge- men, das sich von den Verf ahrens des Standes der Tech- 
bOdet sind. sich welt ins Innere des Kunststoff-GehSuses 20 nik im wesentlichen dadurch unterscheidet, daB die zu 
hinein erstrecken. In der Regel wird der Halbleiterchip montierenden Chips nicht direkt auf den AnschluBrah- 
am AnschluBrahmen durch Aufkleben befestigt Hierzu men sondem zim&chst atif einen MontagetrSger aufge- 
wird beispielsweise eine Klebeverbindung hergestellt, setzt werden. Dieser Montageti^er kann beispielswei- 
wobei der AnsdiluBrahmen erwannt, der Halbleiterchip se in Fonn und GrOBe dem zu montierenden AnschluB* 
auf den AnschluBrahmen ai^gedrOckt und der entstan* 25 rahmen-Streifen entsprechen, ist jedocfa nidit auf derar- 
dene Modul ausgehdrtet wirdL tige Ausgestaltungen beschr&nkt Grundsfttzlich kann 

Praktisch wird ubUcherweise folgendermaBen verf ah- der MontagetrSger jede beliebige Form be&itzen, solan- 
ren: Ein AnschluBrahmen-Streif en aus MetaU mit bei- ge die zu montierenden Chips auf ihm Platz finden. Der 
spielsweise acht hintereinanderliegenden Gruppen von MontagetrSger kann aus jedem geeigneten Material 
AnschluB^ngem (Einzdelnheiten) wird in LSngsrich- 30 hergestellt sein. Zu nennen sind beispielsweise metalfi- 
tux^ durch einen Of en gef Uhrt und so auf eine geeignete sche MontagetrSger. 

Verarbeitungstemperatur erhitzt Nachdem der An- ^le bereits erwflhnt, werden die aus emem Wafer 
schluBrahmen den Ofen verlassen hat, werden nachein- vereinzelten Chips gewdhnlich auf einem Fofienrahmen 
ander acht Halbleiterdiips aufgesetzt, m die gewOnschte aus PVO-WeichfoIie oder Klebefolie aufbewahrL Auch 
Lage gebracht und festgeklebt AnschlleBend l&Bt man 35 spezielle Chiptr&ger zur Aufbewahrung der Chips sind 
den Kleber aush^en. bekannt Die vereinzelten Chips kdnnen auf an sich be- 

Dieses haicdnunliche Verfahren besitzt verschiedene kannte Weise auf den Montagetrflger Qberfiihrt werden. 
Nachteile. "^^^yhrend des Aufbringens der einzelnen Beispielsweise kdnnen die einzelnen Chips mit Hilfe von 
Chips kflhlt der AnschluBrahmen ab» so daB jeder Chip Sauggreifem, die mit Unterdnick arbeiten, auf den 
praktisch bei einer anderen Temperatur verklebt wird. 40 MontagetragergesetztwerdoL 
Eine £^ek:hbleibende QuaUtftt der Klebeverbindung Wegen der mdgiichen Zdterspamis wird es erHn- 
zwiscben alien Halbleiterchips tmd dem Ov^trlger dungsgemflfi bevorzugt, mehrere dips gemeinsam in 
(MetaB-Streif en) ist daher nicht gewAhrielstet einem Arbeitsschritt auf den Montagetrflger umzuset- 

Zum anderen ist das Aufsetzen der einzelnen Halblei- zea Besonders bevorzugt werden alle zu montierenden 
terchips auf die mit Klebemittel versdienen Hnzelein- 45 Chips in einem Schritt auf den MontagetrSger Obertra- 
hdten des AnschluBrahmens kompliziert und zeitauf- gen. H&ufig besteht ein AnschhxBrahmen-Streifen aus 
wendlg. Die aus emem Wafer vereinzelten Cfaipfl^ die mit acht dnzelnen Chiptrigem, so daB vorzugsweise Bcbt 
den Trigem verbunden werden soUen. werden ubUcher- emzehie Chips auf einmal aitf den MontagetrSger aufge- 
weise auf PVC-Weidifolie oder auf Klel^efolie^ die in setzt werd«LAufdiese Weise ist ein besonders rationel- 
dnen Folienrahmen eingespannt ist* aufbewahrt IMe 50 lesUmsetzend^Clupsauf denMontagetragergewahr- 
einzelnen Qups werden von den Folienrahmen mit ei- ieistet 

nem Sauggreifer abgehobea Danut ae auf die bereitlie- Besonders v(»tdihaft ist wetterhin, daB die Chips im 
genden IVUger aufgesetzt werden k5nnen, mOssen die Unterschied zu den Verfohren des Standes der Technik 
Chips jedoch erst einzeln umgedreht werden, damit sie nicht umgedreht werden, sondem mit ihrer die An- 
mit ihren die AnschhiQpads aufweisenden (Haiq>t- 55 sdiluBpa^ aufweisenden (Haupt-)Obersdte nach oben 
)Obersdten auf dem AnschluBrahmen zu liegen kom- ataf den MontagetrSger gelegt wo'den. Hierdurch ist 
men. Das Umdrehen der einzelnoi Qiips ist mOfasam eine weitere Zeiterspamis gegenOber dem Stand der 
undzdtaufwendig. Technik mdglidL 

Aufgabe der Er&idimg war es^ ein Verfahren zur Ver- Nachdem die Chips auf den Montagetrflger umge- 
bindung von Chips mit einem AnischluBrahmen zu schaf- go setzt worden sind, werden sie auf diesem so positioniert 
fen, das dnf ach, schnell und genau durchzufOhren ist und ausgerichtet, daB ihre Lage der far den AnsdhhiB- 
tmd zudem eine mOglichst gldchbleibende Qualitftt der rahmen-Streifen gewdnschten Lage entspricht Ed spa- 
Klebeverbindung zwischen Clips and AnschluBrahmen terem Aullegen des AnschluBrahmens auf die Chipober- 
gewShrlelstet seiten konmien also die AnschluBfinger in der ge- 

Die L&sung dieser Aufgabe gelingt erHndungsgemfiB 65 wOnschten Position auf den Chips zu liegea 
mit einem Verfahren, welches die folgenden Schritte Die Positionienmg und das Ausrichten der Chips 
tunfaBt: kann auf an sich bekannte Weise erfolgen. So kdnnen 

die Chips beispielsweise mit Hilfe geeigneter Sdiieber 
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In die gewflnschte Lage gebracht werden. Zum Beispiel genommen, wenn die Klebeverbindung so fest ist daB 

kannen zwei getrennte Schieber verwendet werden, ein Versdhieben der Chips auf dem AnschluBrahroen 

wobei mh eineni Schieber die Bewegungen in x-Rich- ausgescfalossen isL Der leere Montagetrdger kann an- 

tung, mit dem anderen Schieber die Bewegungen in . schlleBendemeut verwendet werden. 

y-Richtung ausgefiUut werden. Vorzugsweise werden 5 Besonders bevorzugt werden AnschluBrahmen und/ 

mehrere oder alle Qiips gleichzeiiig positioniert Hier- od^ Chips vor dem Montleren erwflnnt Der AnschluB- 

f ur eignet sich besonders em kammlUmlicher Sdiieber rahmen kann bei^ielsweise dadurcfa auf die gewQnsch- 

mltOrdfemfQr alle auf dem Montagetrflgerabgeiegten te Verarbeitungstemperatur gebracht werden, daB er 

Chips. Sind auf dem Montagetrftger beispielsweise acht durch einen Ofen gefuhrt wird Wie bereits erwShnt, 
Chips abgelegt, besitzt der Schieber also acht Greifer. 10 war es bisher flblicfa, den AnschluBrahmen ut Ungsrich- 

Auf diese Weise ist eine besonders effektive und zeit- tung durch den Ofen zu flihren. Dadurch kommt es je* 

sparende Positioniening der Chips auf dem Montage- doch zu einer unregehnaBigen Temperaturvertcilung 

trSgcr moglich. In einer besonders bevorzugten AusftUi- entlang des Anschlufirahmens, die wegen der schwan- 

ningsform wird ein Schieber verwendet, der die Chips kenden Qualit&t der Klebeverbindung, die sich aus die- 
gleichzeidg in x- und in y-Richtung bewegen kann. Bei- 15 ser Tatsache ergeben kann, jedoch nicht erwunscht ist 

spielsweise kann ein Schieber mit L-fOrmigem Ende ErfmdungsgemiB wird es deshalb bevorzugt, den An- 

verwendet werden. schluflraiunen-Streifcn nicht in Langs-, sondem in Quer- 

Die Verifizierung der korrekten Lage erf olgt auf Qbli- nchtung aus dem Ofen herauszufOhren. Der AnscfaiuB- 

che Weise, 2. B. mit Hiife optischer Verfahren. Befinden rahmen-Streifen veri^t aiso erfindungsgem&B den 
sich die Chqjs in der gewiinschten Lage auf dem Monta- 20 Ofen mit der Breitseite voraa Auf diese Weise verlassen 

getr^ger, konnen sie durch Anlegen von Unterdruck auf alle Gruppen von AnschluBfingern den Ofen gleichzei- 

dem Montagetrftger iCsbar fixiert werdea tig. Wegen der lediglich geringen Breite des AnschluB- 

In einer weiteren bevorzugten Ausf Qhrungsform sind r^unen-Streifens tritt damit ein (nennenswertes) Tem- 

auf der Oberidilche des Montagetrlgers Anschlige vor- peraturgef^e nicht mehr auf. Zudem kann der An- 
gesehen, die eine mechanische Positionierung der Chips 25 schluBrahmen umnitteibar weiterverarbeitet werden, da 

enn5glichen. Die Anschlftge sind derart auf dem Monta* ein einzelnes Auf setzen der Chips auf den AnschluBrah- 

getrager angeordnet, daB ein Qup» wenn er mit seinen men, wie es im Stand der Technik vorgesehen war, erfin- 

Kanten an den Anscfalftgen anliegt, genau in der ge- dungsgemSB entfillt Vieknehr wird der AnschluBrah- 

wOnsditen Position zu Uegen kommt Beispielsweise men direkt auf die auf dem Montagetrager positionier- 
kann der Anschlag als Winkei ausgebildet ein, der eine 30 ten Chipoberseiten aufgesetzt Die Emregulierung der 

Edce des Oiips einschlieBt Genauso gut ist es m6gHcb, Verarb^ngstemperatur ist erfindungsgem£B aiso we- 

daB der Anschlag aus wenigstens zwei Stegen besteht, sentlich einfacher als bisher. Auf diese Weise kann eine 

die an wenigstens zwei unterscbiediidien Kanten des gldcfamaBigere und bessere Klebeverbindung zwischen 

Chips aniiegen. Die Hdhe der Anschlige ist geringer als Chips und AnsdiluBrahmen erreicht warden, 
die Dicke des auf dem Montagetrager zu posidonieren- 35 ^ weiterer erfindungsgem&Ber Vorteil besteht dar- 

den Chips. Die mit Anschlagen versehenen Montagetra- in, daB auch die auf dem Montagetrager positionierten 

ger konnen gezielt auf die unterschiedlichen Arten von Chips vor der Montage auf eine geeignete Verarbei- 

AnschiuBraiunen angepaBt werden. Sie ermdglichen ei- tungstemp eratur erwarmt werden l^nnen. Voizugswei- 

ne besonders einfache Posidoniening der Chips, die nur se geschieht dies, indem der Montagetrager selbst er- 
durch Schieber in eine Position gebracht werden mOs- 40 wSnnt wird. Durch Erwarmung des AnsdiluBrahm^ns 

sen, in der ihre AuBenkanten an den Anschltgen zu und der Chips ist eine hervorragende Steuerung der 

Hegen kommen. Klebetemperatur mdglbh. 

Auf die auf dem Montagetrager positionierten Chips Das erfmdungsgemdBe Verfahren ermdglicht aiso 

wird nun der AnschluBrahmen mit der Oberseite nach mcht nur eine besonders schnelle, einfache imd effektive 
oben aufgesetzt Der AnsciiluBrafamen wird so aufge- 45 Verklebung der Chips und AnschluBrahmen, sondem 

setzt, daB die Chipoberseiten genau in der gewQnschten erm6glicht auch eine besonders effektive Steuerung der 

Position unter den AnschiuBfingem zu Hegen kommen. Verfahrensparameter, insbesondere der Klebetempera- 

Das Klebemittel, das die Verbindimg zwischen Chips tur, und fOhrt zu einer streSfreien Anordnung von Chips 

und AnschluBrahmen herstellt, kann grundsatzlich ent- und AnsdiluBralunen bei gleichbleibender Quaiitat der 
weder auf dem AnsdiluBrahmen oder auf den Chip 50 Klebeverbindung. 

selbst aufgetragen werden. Insbesondere bei Zweikom- In der Zeichnung sind schematisch die einzelnen 

ponentenklebem ist es auch mdglich, sowohl AnschluB- Montageschritte gezeigt Die auf einer TrSgerfolle 10 

finger als auch Chipoberseite mit Klebemittel zu verse- angeordneten Chips 12 weisen mit ihrer mit den An- 

hen. Als Klebemittel kommen grundsatzlich alle als schluBpads 14 versehenen Oberseite 16 nach oben. Die 
Chipkleber ubiichen Klebemittel in Frage: Beispielhaft 53 Chips 12 werden mittels eines Sauggreifers auf den 

kdnnen Epoxidhaize, Polyimide, Polyamidimide, Sill- Montagetrager 18 uberfuhrt, auf dem sie mit ihren Un- 

kon-, Acrylat- und Cyanacrylatharze genaimt werden. terseiten aufliegen, so daB ihre Oberseiten 16 nach oben 

Bevorzugt sind Epoxidharze und Polyamidinude. Das weisen. Die Ciiips 12 werden auf den Montagetrager 18 

Klebemittel wird auf Ubiiche Weise auf AnschluBrah- entsprechendder Anordnungder AnschluBfinger20der 

men und/oder Chipoberseite aufgetragea Beispielhaft eo einzelnen AnschluBfingergruppen 22 des AnschluBrah- 

kdnnen (Sieb-)Druck-, Dosier- und Stempelverfahren men-Streifens 24 positioniert Zu diesem Zwcck weist 

genannt werden. Besonders bevorzugt ist ein Tlnten- der Montagetrager 18 auf seiner die Chips 12 tragenden 

strahldrucker-ahnliches Verfahren. Klebemittelmenge, Oberseite 26 mehrere Anschlage 28 auf, die jewdls zwei 

AnpreBdruc±,Ab8Und zwischen Chipoberseite und An- rechtwinklig zudnander verlaufende Stege 50 aufwei- 

schluBrahmen und die Verarbeitungs- und Aushartungs- 65 sen. Damit sind die Anschlage 28 winkelf drmig. Mittels 

bedmgungen entsprechen dem im Stand der Technik Sduebon 32^34, die in zueinander rechtwinklig verlau- 

Bblichen. Bevorzugt wird der AnschluBrahmen mit den fenden Richtungen bewegbar sind, werden die Chips 12 

auf geklebten Chips erst dann vom Montagetrager ab- auf dem Montagetrager 18 liegend gegen die Anschlage 
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28 bewegt, wo sie mit jeweils dner Ungs- tmd Querkan- 
te acliegeiip so daO sie die gewflnsditen Positionen ein- 
nehmeiL Dann kaxm der Anschlufirahmen-Streifen 24 
nacb Aufhelzen auf eine fur das l^ksamverden des 
Klebemittels 36 geeignete Temperatur auf die Chip- 5 
Oberseiten 16 aufgel^ und die Oiips 12 mit den An- 
schluBfingem 20 verklebt werdeo, und zwar gleichzeltig 
so viele Qiips, wie der An$cfalu8rahsieii-Sireif en 24 An* 
schliiBfingergruppen 22 aufweist Die Anschhififuiger 20 
sind mit einer L^kscbdcht als Klebemlttel 36 versehen. to 
Zwecks Aufheizung wird der AnschluBrahmen-Strexfai 
24 quer zu seiner L&ngserstreckung in Riditimg des 
Pf eils 38 duich einen Durchlaufof en 40 bewegt 

Patentansprflche 15 

1. Verfahren zum Verbinden von H&lbieiterchips 
mit einem Anschludrahmen in LOC-Technik, wobel 
der AnschluBrahmen mehrere nebeneinander an- 
geordnete AnschluSnngergruppen aufweist, die je- 20 
weils eine VIelzahl von AnsdxIuBfingern umfassen, 
mh den folgenden Schritten: 

— Anordnen einer Anzahl von Halbleiterchips 
(12X die der Anzahl der AnschluBfingergrup- 
pen (22) des AnschiuBrahmens (24) entspricht, 25 
auf einem Montagetriger (18), so daS ihre Po- 
sitionen den gewOnschten Positionen und Aus- 
richtungen der AnschluBfinger (20) und deren 
Gnippen (22) des Anschlu&rahmens (18) ent- 
sprechen und die Oberseiten (16) der Chips 30 
(12) auf dem Montagetrilger (18) nach oben zu 
Uegenkommen, 

— Auftragen von Klebemittel (36) auf die 
Oberseiten (16) der Chips (12) und/oder den 
AnschluBrahmen (24)^ 35 

— Aufsetzen des AnschluBrahmens (24) auf 
den Montagetr&ger (18^ so daS die AnschluB- 
finger (20) auf den Oberseiten (16) der Chips 
(12) zu liegen kommen, und 

Aush^rten der IGebeverbindung zwischen 40 
dem AnschluBrahmen (24) und den Qiips (12). 
Z Verfahren gemiB Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet; dafi das Klebenuttel (36) auf die An- 
schluBfinger (20) des AnschluBrahmens (24) aufge- 
tragenwird 45 

3. Verfahren gem&B Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeldmet, daB der AnschluBrahmen (24) vor 
dem Aufsetzen auf die Chqps (12) auf eine geeignete 
Veraibeitungstemperatur erwSnnt wird 

4. Verfahren gemftB Anspruch X dadurch gekenn- 50 
zelchnet, daB der AnschluBrahmen (24) in einem 
Ofen (40) erwlrmt und quo- zu seiner L&ugser- 
streckung aus dem Ofen (40) herausgefOhrt wird. 

5. Verfahren gemSB einem der Ansprtcfae 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Chips (12) paar> 55 
Oder gruppenweise^ insbesondere insgesamt in ei- 
nem Sduicte, auf den Montagetrflger (18) gesetzt 
werden. 

a Verfahren gemfiB einem der Anspnlche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Oiips (12) auf so 
dem Montagetrgger (18) paar^ oder gruppenweise, 
insbesondere insgesamt in einem Scfaritt, in die ge- 
wiLnschten Positionen gebracht werden. 

7. Verfahren gemiB Anspruch 1 oder 6, dadurch 
gekennzcidhnct daB die Positionierung der Chips ss 
(12) auf dem MontagetrSgcr (18) mit Hilfe cpti- 
sdxer Verfahren erfolgt. 

8. Verfahren gemlfi Anspruch 1 oder 6, dadurch 
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gekennzeichnet, daB die Positionierung der Chips 
(12) auf dem MontagetrSger (18) mecfaanisch mit 
Hilfe von auf dem Montagetr&ger (18) ausgelnlde- 
ten AnschlSgeo erfolgt 

9. Verfahren gemSB einem der AnsprGche 1 bis 8. 
dadiuvh gekennzeidmet, daB die Chips (12) vor 
dem Aufoetzen des AnschluBrahmens (24) auf eine 
geeignete Verarbeitungstemperatur aufgeheizt 
werden. 

10* Verfahren gemftB Anspruch d, dadurdi gekenn- 
zeichnet, daB die Chips (12) aufgeheizt werden, in- 
dem der MontagetrQger (18) erwarxnt wild 

1 1. MontagetrSger f fir eine VIebsahl von Halbleiter- 
chips, insbesondere zur Verwendung bei einem 
Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, mit pro Chip (12) wenigstens einem auf der 
Oberseite (26) ausgebikieten Anschlag (28) zum 
Anliegen an dem Chip (12) in dessen gewflnschter 
Lage und Ausrichtung. 

12. Nfontagetrager gemfiB Anspnich 11» dadurch 
gekennzeichnet, daB jeder Anschlag (28) winkelfdr- 
mig ist und zur Anlage an zwei benacfabarten Kan- 
ten des Chips (12) vorgesehen ist 

13. Montagetrftger gem&B Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, daB jeder Anschlag (28) von we- 
nigstens zwei Stegen (30) zur Anlage an wenigstens 
zwei unterschiedlichen Kanten der Chips (12) anlie- 
gea 
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